
































专利名称(译) 有线电路板

公开(公告)号 US10194861 公开(公告)日 2019-02-05

申请号 US15/741942 申请日 2016-06-01

[标]申请(专利权)人(译) 日东电工株式会社

申请(专利权)人(译) 日东电工株式会社

当前申请(专利权)人(译) 日东电工株式会社

[标]发明人 OKUMURA KEISUKE
TOYODA EIJI
MASUDA SHOTARO

发明人 OKUMURA, KEISUKE
TOYODA, EIJI
MASUDA, SHOTARO

IPC分类号 H05K1/00 A61B5/00 H05K1/02 H05K3/20 H05K3/22 H05K1/18

CPC分类号 A61B5/6802 H05K1/02 H05K3/22 H05K1/189 H05K3/20 H05K1/028 H05K3/108 H05K3/241 H05K2201
/0133 H05K2201/0376 H05K1/0283

优先权 2015137963 2015-07-09 JP

其他公开文献 US20180192948A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

有线电路板包括绝缘层和嵌入绝缘层中的导电图案。导电图案具有在绝
缘层的厚度方向上从一个表面暴露的暴露表面，并且绝缘层具有根据JIS 
P8115（2001）测量的10倍或更多倍的耐折叠次数。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5313932a-6e38-4549-9f2b-a81a18029556
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057684933/publication/US10194861B2?q=US10194861B2

